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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS INDUCTIFS A HAUTE FREQUENCE -
CARACTERISTIQUES NON ELECTRIQUES
ET METHODES DE MESURE -

Partie 2: Méthodes d’essai pour caractéristiques non électriques

A/ANT DRADAC
MAVAAINTTI TNUT UV
1) La Cpmmission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation ¢mondi orfalisation
compg@sée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités \ CEN|La CEIl a
pour \ i yans les
domai Normes
intern sibles au
public] iée a des
comité 'é , ité i intére j i¥é peut partigiper. Les
organ & S la CEl, participent
égale ¢ Normalisatjon (ISO),
selon
2) Les dgcisi ici i A éprésentent, dans |a mesure
du pogsible, i i j studiés, & > es Comités nationaux de la CEl
intére & d’étude
3) Les P t agréées
comm ue la CEI
s'assU Eponsable
de I'é
s toute la
blications
blications
P pas sa
tion.
, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
4 Comités
out autre
5 les frais
CEl ou de
blications
vent faire
nue pour
ce.

La Norme internationale CEIl 62025-2 a été établie par le comité d'études 51 de la CEl:
Composants magnétiques et ferrites.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
51/797/FDIS 51/808/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HIGH FREQUENCY INDUCTIVE COMPONENTS -
NON-ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND
MEASURING METHODS -

Part 2: Test methods for non-electrical characteristics

FEOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization f
all ngtional electrotechnical committees (IEC National Committees). The is \{o

interngtional co-operation on all questions concerning standardization in the e{ectric oniclfields. To
this ehd and in addition to other activities, IEC publishes International i edifications
Technlical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides k as “IEC
Publigation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; aR ' tee |nterested
in thg subject dealt with may participate in this preparatory wqg 2 i ) and non-

goverhmental organizations liaising with the IEC also partlmpate i

collaboratgs closely

with the International Organization for Standardization (ISO anditions detefqmined by

agreenent between the two organizations.

2) The fgrmal decisions or agreements of IEC on technical matiers . My 2s possible, an intprnational
consephsus of opinion on the relevant subjects since @at i nittee has representation from all
interegted IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recom and are accepted by IEG National
Comnjittees in that sense. While all reasonal \ re that the technical contgnt of IEC
Publigations is accurate, IEC cannot be he ) the way in which they are used dr for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote internatiopal uniformit i ittees undertake to apply IEC Pyblications
transgarently to the maximfum ‘e ik >nal and regional publications. Any djvergence
betwe icati ¢ enyding nationalor regional publication shall be clearly indicated in
the lafter.

5) IEC pdrovides no jarkigg proce s approval and cannot be rendered responsiblg for any
equipment decl i i ublication.

6) All users should ehs(rg : e 8§ edition of this publication.

7) No liapility shall attack i employees, servants or agents including individual experts and
membgers of its te Al and |[EC National Committees for any personal injury, property damage or
other [damage,. of a v whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expens Fisi publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ¢ther IEC

8) Attentidn issdrawnNesthe Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

9) Attentjon is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the pubject of

paten{ rights. \E ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Magnetic components and ferrlte materials.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

51/797/FDIS 51/808/RVD

iftee 51:

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.


https://iecnorm.com/api/?name=3bc9b26a7747ce76f68cb1071d66a2d7

-6 - 62025-2 O CEI:2005

La CEI 62025 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Composants
inductifs a haute fréquence — Caractéristiques non électriques et méthodes de mesure

Partie 1: Inductances fixes pour montage en surface utilisées dans les matériels
électroniques et les équipements de télécommunications

Partie 2: Méthodes d’essai pour caractéristiques non électriques

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de

maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@%
8
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IEC 62025 consists of the following parts, under the general title High frequency inductive
components — Non-electrical characteristics and measuring methods

Part 1: Fixed, surface mounted inductors for use in electronic and telecommunication
equipment

Part 2: Test methods for non-electrical characteristics

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withfrawn;
* replaced by a revised edition, or
+ amended.

@%
8
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COMPOSANTS INDUCTIFS A HAUTE FREQUENCE —
CARACTERISTIQUES NON ELECTRIQUES
ET METHODES DE MESURE -

Partie 2: Méthodes d’essai pour caractéristiques non électriques

1 Domaine d’application

performpances mécaniques des essais de fiabilité sont définie
CEIl 62025.

2 Références normatives

Les dotuments de référence suivan : présent
document. Pour les références datées, o hediti i s’applique. Pour les réfgrences
non datges, la derniére édition du doc e s'applique (y compris les éyentuels
amendgments).

CEI 60068-1:1988, Essais | ; '€re partie: Généralités et guide

CEI 60068-2-6:1 , j ] ement — Partie 2: Essais — Essai Fc: Viprations
(sinusoidales)

CEl 60068-2-20: udure
CEl 600

des sorti

ustesse

CEl 600 Chocs

CEIl 600
Immerstot

Essais d'environnement — Partie 2: Essais. Essai XA ef guide:

7
cnluyanta AN pnAatin/ann
SOTvarito a1 CHoOyage

CEI 60068-2-58:2004, Environmental testing — Part 2-58: Tests — Test Td: Test methods for
solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface
mounting devices (SMD) (disponible en anglais seulement)

CEI 60068-2-69, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Te: Essai de brasabilité
des composants électroniques pour la technologie de montage en surface par la méthode de
la balance de mouillage

CEI 60068-2-77:1999, Essais d'environnement — Partie 2-77: Essais — Essai 77: Résistance
du corps et résistance au choc par impact
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HIGH FREQUENCY INDUCTIVE COMPONENTS -
NON-ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND
MEASURING METHODS -

Part 2: Test methods for non-electrical characteristics

1 Scope

This paft of IEC 62025 specifies a test method for the non-electrical

Surface

equiment The object of this part of IEC 62025 is to define

Mounted Device (SMD) inductors to be used for electronic 4

mechanjical performance only. As the reliability performances and ifications. re
non-elegtrical performances are defmed in IEC 62211 asuking \me
mechanj ,

2 Normative references

The foll

For dated references, only the edition

of the re

IEC 600

IEC 600

IEC 60(068-2-20:1979,

IEC 60068-2-21@

terminations and inté

IEC 600

IEC 600

Immers

IEC 600
soldera

68-2-58:20Q4, Environmental testing — Part 2-58: Tests — Test Td: Test met
ility; resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of

ecomniynication

arac risticiI of the
OF asuring

ative to

thods for

cument.
t edition

oidal)

ness of

> $hock

hidance:

hods for
surface

mounti

al H LOQAAMN)
Y ucvitTo (olviLJ)

IEC 60068-2-69, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Te: Solderability testing of
electronic components for surface mount technology by the wetting balance method

IEC 60068-2-77:1999, Environmental testing — Part 2-77: Tests — Test 77: Body strength and
impact shock
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CEI 61188-5-2:2003, Cartes imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et
utilisation — Partie 5-2: Considérations sur les liaisons pistes-soudures — Composants discrets

CEI 61190-1-2:2002, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-2:
Exigences relatives aux crémes de brasage pour les interconnexions de haute qualité dans
les assemblages de composants électroniques

CEI 61190-1-3:2002, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-3:
Exigences relatives aux alliages a braser de catégorie électronique et brasures solides
fluxées et non fluxées pour les applications de brasage électronique

CEI 62 44.00N00 o 4 H | bk ) iH ol L F o N 4
I'T.2UV0, UUITTpusarito 1miauctirs — UColUUIT U ia TTalullitc

3 Termes et définitions

Pour le$ besoins du présent document, les termes et définitio les réfiérences

normatiyes s’appliquent.

4 Conditions d'essai

4.1 Conditions atmosphériques norx

Sauf sy > C les essais et les fnesures
doivent S i ormales pour les essais| comme
indiqué len 5.3.1 de la CEI 60068-1:
— la température:

— P’hurnidité relative:
— la prlession atmosphérigQe;

utilisant
dans la

Dans I’8ventuali
les températures
présentg norme.

De plus
normalg
mesure$

ériques
doute dans le jugement de la validité des résultats, les essais et
isés dans des conditions atmosphériques non normales.

4.2 Condition

Pour le$ besSoins de référence, une des conditions atmosphériques normales pour le$ essais
de référence données en 5.2 de la CEIl 60068-1, doit étre sélectionnée et doit correspondre a
ce qui suit:

— température: 20°C =2 °C;
— humidité relative: 60 % a 70 %;
— pression atmosphérique: 86 kPa a 106 kPa.
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IEC 61188-5-2:2003, Printed boards and printed board assemblies — Design and use — Part 5-2:

Attachment (land/joint) considerations — Discrete components

IEC 61190-1-2:2002, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-2: Requirements

for solder pastes for high-quality interconnections in electronics assembly

IEC 61190-1-3:2002, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-3: Requirements
for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic

soldering applications

IEC 62211:2003, Inductive components — Reliability management

3 Temms and definitions

For the|purpose of this part of IEC 62025, the terms and definiti
referenges apply.

4 Test conditions

4.1 Standard atmospheric conditions for te

Unless ptherwise specified in the de
carried put under standard atmospheri

— temperature: 15 °C to 35 °C;

— rela

ive humidity:

— air pressure:

rmative

shall be
68-1:

5ing the
in this

may be

en from

— temperature: 20°C 2 °C;
— relative humidity: 60 % to 70 %;
— air pressure: 86 kPa to 106 kPa.


https://iecnorm.com/api/?name=3bc9b26a7747ce76f68cb1071d66a2d7

-12 - 62025-2 O CEI:2005

5 Essais des caractéristiques mécaniques

5.1 Essai de résistance du corps

5.1.1 Procédures d’essai de résistance du corps

La procédure d'essai de résistance du corps doit étre spécifiéte comme suit, selon la

CEI 60068-2-77:

a) Préconditionnement

Si nécessaire, le préconditionnement doit étre réalisé sur les éprouvettes conformément a

la S{ écification palt;uu“élc.
b) Meslres initiales

L’expamen visuel doit étre effectué avec un équipement adapté
d’au[moins 10x et un éclairage approprié.

Si spécifié dans la spécification particuliére, les caractéri
mesprées.

c) Disposition

Sauf spécification contraire dans la spécification/particuli&
sur le support illustré dans la Figure 1, de manjé

soient placées symétriquement sure suppg

plat¢-forme plane et robuste de s@
force est appliquée.

proyvette \/

o~

A RO,1 to RO,2
s
. /_% Grossissement de la partie
2
i —t

i$sement

ivent étre

placée
Fouvette
sur une
squ’une

Ped

Supporttacier)

NOTE L’angle au sommet du cone d’entrée dans la partie 4 doit se situer entre 70° et 90°.
Figure 1 — Méthode pour exercer la pression sur le corps

d) Force appliquée

IEC 073/05

La force doit étre appliquée au centre de I'éprouvette par un gabarit de mise en pression
(gabarit presseur) comme lillustre la Figure 2, pendant (10 + 1) s. Sauf indication
contraire dans la spécification particuliére, la force doit étre choisie parmi I'une des
suivantes 10 N, 20 N ou 30 N. Si la spécification particuliére le précise, les performances

électriques doivent étre mesurées au cours de I'application de la force.
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5 Mechanical characteristics test

5.1 Body strength test

5.1.1

Body strength test procedures

The body strength test procedure, as referenced in IEC 60068-2-77, shall be as follows.

a) Preconditioning

If required, preconditioning shall be performed on the specimens in accordance with the

deta

il specification.

b) Initig
The

under adequate light.

If sp
c) Layq

Unlg
the s
sym
robu

| measurement

ecified in the detail specification, the electrical performaps
ut

Force

@w en\\& R0
77

NOTE T

he.arigle of the taper in part A shall be between 70° and 90°.

g jig (see Figure 2)

Dimensions in millimetre

RO,1to RO,2

A
TN,
\
I ' /—% Magpnification of part A
2
% i
Suppoit 8 stee L

IEC 073/05

ast 10x

hced on
hen are
a plane,

d) Appl

Figure 1 — Method for pressurizing body

ied force

The force shall be applied to the centre of the specimen by the pressurizing jig as shown

in Figure 2, for a duration of (10 1)s.

Unless otherwise specified

in the detail

specification, the force shall be selected from either (one of) 10N, 20N or 30 N.
If specified in the detail specification, the electrical performances shall be measured
during the application of the force.
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Dimensions en millimétres

NOTE 1
NOTE 2
NOTE 3
mise en p
e) Repyi
Si n
Spéq
f) Mes
Apr§

adapté, avec

auct
part

i
OL\Roﬁ

La dimension W du gabarit de mise en pression est plu
Dureté: HV 500 et supérieur.

Lorsque la longueur de I'éprouvette est de 2 m
ression soit de 0,2 mm.

Lres finales

s I'essai

n signe de d
culiere, lee

51.2 |
Les info

a) Le
b) les

abarit de

nt a la

Ipement
L y avoir
ification

c) la mesure pendant la force appliquée (si nécessaire) — voir 5.1.1.d);

d) reprise (si nécessaire) - voir 5.1.1.e).

5.2 Robustesse des sorties (électrodes)

5.2.1
5.2.1.1

Résistance a la flexion des cartes de circuits imprimés

Généralités

L’essai de résistance des sorties et électrodes montées sur une carte de circuits imprimés
doit étre le suivant.
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Dimensions in millimetres

\D&RO,S a

]

P

hce with

on of at
or flaws.
d.

igl\measurement items, final measurement items (if required) — see 5.1.1.b) and

f);

asurement during applied force (if required) — see 5.1.1.d);

d) recovery (if required) — see 5.1.1.e).

5.2

5.2.1

5.2.1.1

Robustness of termination (electrode)
Resistance to bending of printed circuit board

General

The test for resistance of terminations and electrodes mounted on a printed circuit board shall
be as follows.
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5.2.1.2 Spécification des pastilles de soudure

Les pastilles de soudure doivent étre congues conformément au Tableau 1, spécifié en 11.5
de la CEIl 61188-5-2. Pour ce qui concerne les inductances sauf pour celles spécifiées dans
la CElI 61188-5-2, la taille des pastilles de soudure doit étre spécifiée dans la spécification

particuliere.

Tableau 1 — Taille des pastilles de soudure par le code
des inductances miniatures multicouches

Dimensions en milliméetres

Code de taille a b c

1005 0,65 0,55 0,50
1608 0,95 0,85 0,50
2012 1,45 1,10 050
3216 1,80 1,30 1,20\
3225 2,70 1,05 PRELN
4532 3,40 1,10 [ 3,000
5650 5,30 1,30/ RN_8,768"

NOTE Tolérance: 0,05 mm et voir égalementEiguredg.

5.21.3 Spécification des cartes de circuits i

La cartg de circuit imprimé doit étre
CEI 60068-2-21, et sauf spécification
circuit imprimé doit étre telle qu'en Fi
spécification particuliere.

dans la
carte de
dans la

Dimensions en milliméetres

10
9
8 =TT T = .
7 /,/‘ b ~,
6 a N,
5 / \.\
4 S I — S] 1 i
\ .
3 N Y,
2 N ¢ /,/
1 \'\' - ‘ Ed
Grossissement de la partie A
‘ 13U \ IEC 075/05

I

Légende

[ zones soudables
I

zones non soudables (couvertes par une laque non soudable)

Matériaux de substrat: tissu de verre d’époxyde (FR4)

Epaisseur 1,6 mm % 0,2 mm (pour code de taille a partir de 1608)
Epaisseur 0,8 mm £ 0,1 mm (pour code de taille jusqu’a 1005)
Conducteurs: cuivre

Epaisseur 0,035 mm + 0,010 mm

NOTE Lorsque la carte est congue pour comporter plus de 2 spécimens, il convient de prévoir un espace suffisant
entre les spécimens de fagon a ne pas interférer sur le résultat de I'essai. Les dimensions non indiquées doivent

étre choisies conformément a la conception et a la taille de I'éprouvette a tester.

Figure 3 — Exemple de carte de circuit imprimé
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5.2.1.2 Specification of soldering lands

The soldering lands shall be designed according to Table 1, as specified in 11.5 of
IEC 61188-5-2. With regard to inductors, except for those specified in IEC 61188-5-2, the size

of the solder lands shall be specified in the detail specification.

Table 1 — Size of soldering lands by the code
of multi-layer chip inductors

Dimensions in millimetres

Size code a b c
1005 0,65 0,55 0,50
1608 0,95 0.85 0.50
2012 1,45 1,10 0,50 \(
3216 1,80 1,30 1,20/\<
3225 2,70 1,05 180 \
4532 3,40 1,10 /8,00
5650 5,30 1,30 3,70
NOTE Tolerance: 0,05 mm and see Figur@. \ \

N

5.21.3 Specification of printed circuit board

The pripted-circuit board shall be made of : glass (FR4) as spe

IEC 60(068-2-21, and, unless specifi
shall belas shown in Figure 3. The di

Dimensions in millin

ified in
t board
ification.

etres

A
~ TN
‘ - /
y 1
v 9
8 .
7 _/'/
7
5 /
4 o
3 \
\
2 N
1 \-\'\
A -

| 130 |

¥ Magnification of part

Key
Vo774 solderable areas
_ non-solderable areas (covered with non-solderable lacquer)
Materials of substrate: epoxide woven glass (FR4)
Thickness 1,6 mm £ 0,2 mm (for size code from 1608)
Thickness 0,8 mm + 0,1 mm (for size code up to 1005)
Conductors: copper
Thickness 0,035 mm £ 0,010 mm

A

IEC 075/05

NOTE When the board is designed to mount more than 2 specimens, allow sufficient space between specimens
so as not to influence the test result. Dimensions not given shall be chosen according to the design and size of the

specimen to be tested.

Figure 3 — Example of printed circuit board
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5.21.4 Montage d’éprouvette

L’éprouvette doit é&tre montée sur la carte de circuit imprimé conformément a ’Annexe A et a
d’autres spécifications mentionnées ci-dessous.

a) La pate a souder doit étre placée sur les pastilles de soudure. La pate a souder appliquée
doit couvrir complétement les pastilles de soudure. L’épaisseur de la pate a souder par le
code de taille des inductances est recommandée dans le tableau 2. Il convient que la
hauteur appropriée de raccord soit la valeur la plus petite, soit de 50 % de I'épaisseur de
I’éprouvette, soit 0,5 mm.

Tableau 2 — Epaisseur de la pate a souder par le code
de taille des inductances

Code de taille Epaisseur de la pate a souder
m N
Jusqu’a 1608 de 100 a 150
A partir de 2012

b) Puis| I'éprouvette doit étre placée sur la carte irowit impimé’ nes de
I’éprpouvette doivent étre placées sur les pastilleg de dans le
seng horizontal que dans le sens vertical.

c) La garte de circuit imprimé avec | cas de
montage de l'inductance sur la qu’une
courpure et une torsion ne puissent pa

d) Si spécifié dans la spécification p ettoyée
selon ’Annexe A.

5.21.5 Préconditidnnement

Effectugr le préeOndit sur les

éprouvdttes pou J

5.2.1.6

Avant d joit étre

veérifié lumiere

adéquaté. as étre

Soumis§ dans la

spécific

5.2.1.7 Outil de flexion

L’outil de flexion doit étre une barre support illustrée a la Figure 4 et un gabarit de mise en
pression comme dans la Figure 5. Il convient que le rayon du gabarit de mise en pression soit
de 5 mm. Si spécifié dans la spécification particuliere, le rayon du gabarit de mise en
pression peut étre de 340 mm ou de 230 mm.

5.2.1.8 Disposition

La carte de circuit imprimé avec I'éprouvette soudée est placée sur la barre de support de la
Figure 4.
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5.21.4 Mounting of specimen

—19 -

The specimen shall be mounted on the printed-circuit board in accordance with Annex A and

other specifications as mentioned below.

a) The solder paste shall be placed on the soldering lands. The applied solder paste shall
cover the soldering lands completely. The thickness of the solder paste by the size code
of inductors is recommended in Table 2. The appropriate height of the filet should be the

smaller value of either 50 % of the thickness of the specimen or 0,5 mm.

Table 2 — Thickness of solder paste by the size code of inductors

Thickness of solder paste
Slze code v
um
Up to 1608 100 to 150 /\<
From 2012 150 to 200 N\

b) The|specimen shall then be placed on the printed-circuif board. tions of the
spegimen shall be placed on the soldering lands s i horizontal and
vertical directions.

c) The|printed-circuit board with the specimen shall be e taken
wheph mounting the inductor on the printed-gi oes not
occyr.

d) If specified in the detail specificatio cording
to Apnex A.

5.2.1.5 Preconditioning

Preconditioning shall be en pre-

conditioning is necessary

5.2.1.6 |nitia®a

Prior to ing oldered

parts s < under

adequat shall be
exclude sured if
specifie

5.21.7

The ber 5 shown

in Figune e detail

speC|f|cat|on the radlus of the pressurlzmg Jlg may be 340 mm or 230 mm.

5.2.1.8 Layout

The printed-circuit board with the soldered specimen is placed on the support jig as shown in

Figure 4.


https://iecnorm.com/api/?name=3bc9b26a7747ce76f68cb1071d66a2d7

- 20—

Eprouvette

62025-2 O CEI:2005

Dimensions en milliméetres

Eprouvette Carte de circuit imprimé \ /Carte de circuit imprimé
| |/ |
[ i i i | I ~w I )
@ o !
? ! I W Barre de support
45 £ 2 45+ 2 Barre de support W+ 10 et plus rayon 2,5
rayon 2,5
IEC 076/05
(a) avant (b) coté
Figure 4 — Disposition
5.21.9 Essai
La cartg a circuit imprimé doit étre mise en flexion en utilisant\e gab ise en pression

comme [indiqué a Figure 5 a une vitesse de (1 = 0,5)

stipulée| dans la spécification particuliére. Aprés
spécifiép, la maintenir pendant (20 + 1) s. Puis la f
spécification dans la spécification particuliere, le ‘

IEC 077/05

fondeur
joit étre

pliage
e. Sauf

Dimensions en millimétres

Légende
R rayon
— Gabarit de mise en pression (gabarit presseur)
Pression
!
! Gabarit de mise en rr_\n:eeir\r\
Epaisseur de la carte
IEC 078/05
Figure 6 — Mise en pression

NOTE Il convient que la position relative entre le centre de I'éprouvette sur la pastille de soudure de la carte de

circuit imprimé et la ligne de contact du gabarit de mise en pression sur la carte de circuit imprimé ne dépasse pas

0,5 mm.
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Dimensions in millimetres

Specimen Printed-circuit board ‘Specimen Printed-circuit board
| |/ | I \ / 1
| @ ._:_. : | )
[ [ [
H - w - Support jig
45 + 2 45 + 2 Support jig W + 10 and more radius 2,5
radius 2,5
IEC 076/05
(a) Front (b) Side
Figure 4 — Layout
5.21.9 Test
The printed-circuit board shall be bent by using the pressurizing e 5 at a
rate of (1 £ 0,5) mm per second and to the bending depth of 1 hm (see
Figure 6). The bending depth shall be specified in the dejza hing the
specified bending depth, it shall be maintained for (20 £ 1 shall be
relaxed] Unless specified in the detail specification, the nu
Dimensions in millimetres
| Q&more G
[ \
[ s
|
[
!
IEC 077/05
Key
R radius

Figure 5 — Pressurizing jig

Pressurizing

Pressurizing jig

Figure 6 — Pressurizing

Thickness of board

IEC 078/05

NOTE The relative position between the centre of the specimen on the soldering land of the printed-circuit board
and the contact-line of the pressurizing jig on the printed-circuit board should not exceed 0,5 mm.


https://iecnorm.com/api/?name=3bc9b26a7747ce76f68cb1071d66a2d7

- 22 - 62025-2 O CEI:2005

5.2.1.10 Mesure au cours de la mise en pression

Si spécifié dans la spécification particuliére, la mesure doit étre effectuée au cours de la mise
en pression conformément aux dispositions de la spécification particuliére.

5.2.1.11 Reprise

Si spécifié dans la spécification particuliére, la reprise doit étre effectuée conformément aux
dispositions de la spécification particuliére.

5.2.1.12 Mesures finales

L’aspec| de T'éprouvette et les parties soudées doivent étre vérifiés en ufilisanf une Ipbupe de
grossisgement d’au moins 10x sous un éclairage approprié. Dans omalies
telles qlie le décollement et les fissures vues au niveau de la liaison doivent
pas étrg¢ traitées comme des défauts d’inductance. Les perfor pdoivent
alors étre mesurées, si spécifié dans la spécification particuliére

5.2.1.13 Points a spécifier dans la spécification parti

Les points suivants doivent étre indiqués dans la spécificatio

a) Les dimensions de pastille, si différentes du

b) Les dimensions de W de la carte d¢

c) La spudure appliquée (voir 5.2.1.4).

d) Le nettoyage (si nécessaire) (voir 5/2.1.

e) Lep

f) Les

g) La profondeur de flexi

h) Les mesures C

i) La reprise (s@ sSaQi

j) Les

5.2.2 Bssaid

5.2.2.1

Effectue I'éprou-
vette m

5.2.2.2

L’éprouvette doit étre montée sur la carte de circuit imprimé spécifiée dans la spécification
particuliere conformément aux dispositions de I'’Annexe A. Sauf spécification contraire de la
spécification particuliére, la carte de circuit d’essai doit étre telle que spécifié en 8.2 de la
CEI 60068-2-21.

5.2.2.3 Préconditionnement

Le préconditionnement doit étre effectué comme spécifié dans la spécification particuliére sur
les éprouvettes pour lesquelles le préconditionnement est nécessaire.
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5.2.1.10 Measurement during pressurizing

If specified in the detail specification, the measurement shall be carried out during
pressurizing in accordance with the provisions of the detail specification.

5.2.1.11 Recovery

If specified in the detail specification, the recovery shall be carried out in accordance with the
provisions of the detail specification.

5.2.1.12 Final measurement

The appearance of the specimen and the soldered parts shall be
magnifigr with a magnification of at least 10x under adequate light. In
such as|peel and crack found at the solder joint shall not be treated a

Lsing a
malities
ihductor.

ed.

5.2.1.13
The foll

a) Dim
b) Dim
c) Applied solder (see 5.2.1.4).
d) Cleqd
e) Preg
f) Initi
g) Ben
h) Mea

i) Recpvery (ifss
. NN

i) Final measur

5.2.2

5.2.2.1

The tesf fe e & adhesion against the side stress of the specimen mounted to the
testing printedsgcircuit\boafd shall be carried out as follows.

5.2.2.2 Mounting of specimen

The specimen shall be mounted to the testing printed-circuit board specified in the detail
specification in accordance with the provisions of Annex A. Unless otherwise specified in the
detail specification, the printed-circuit board shall be as specified in 8.2 of IEC 60068-2-21.

5.2.2.3 Preconditioning

Preconditioning shall be carried out as specified in the detail specification on the specimen
when preconditioning is necessary.
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5.2.2.4 Mesures initiales

Avant d’effectuer I’essai mécanique I'aspect de I’éprouvette et des parties soudées doit étre
vérifié avec l'utilisation d’une loupe de grossissement d’au moins 10x et sous un éclairage
approprié. Si un aspect anormal ou amenant rejet a été vu, I'éprouvette ne doit pas étre
soumise a I'essai. Les performances électriques doivent étre mesurées, si spécifié dans la
spécification particuliere.

5.2.2.5 Mise en pression

L’éprouvette doit étre montée comme indiqué dans la Figure 7. La pression doit étre
appliquée graduellement au moyen du gabarit de mise en pression au centre du cété
longitudinal de T"éprouvette dans un sens horizontal a la carte de circuit impri d’esgai. Sauf
indicatign contraire dans la spécification particuliére, la force de mise ressioncdoif étre de
5 N et Ia durée doit étre de (10 £ 1) s.

Eprouvette

IEC 079/05

NOTE 1 |Epaisseur des it:
NOTE 2 |R a I'extré ﬁt S

gabarit dg mise en press§
NOTE 3

rayon du

5.2.2.6

Effectue
lesquell

es pour

5.2.2.7 Mesures finales

L'aspect de I’éprouvette et des parties soudées doit étre vérifié avec l'utilisation d’une loupe
de grossissement d’au moins 10x et sous un éclairage approprié. Dans ce cas, des
anomalies. telles que le décollement et les fissures vues au niveau de la liaison de soudure
ne doivent pas étre traitées comme des défauts d’inductance. Les performances électriques
doivent alors étre mesurées, si spécifié dans la spécification particuliere.

5.2.2.8 Points a spécifier dans la spécification particuliére
Les points suivants doivent étre indiqués dans la spécification particuliére.

a) Carte de circuit imprimé d’essai (voir 5.2.2).
b) La soudure appliquée (voir 5.2.2).
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5.2.2.4 Initial measurement

Prior to conducting the mechanical test, the appearance of the specimen and the soldered
parts shall be checked by using a magnifier with a magnification of at least 10x under
adequate light. If an abnormal or rejectable appearance is found, the specimen shall be
excluded from the evaluation on this test. The electrical performances shall be measured if
specified in the detail specification.

5.2.2.5 Pressurizing

The specimen shall be mounted as shown in Figure 7. The force shall be gradually applied by
means of the pressurizing jig to the centre of the longitudinal side of the specimen in a
directiop horizontal to the testing printed-circuit board. Unless otherwise din the detail
specificption, the pressurizing force shall be 5 N and the duration shall

IEC 079/05

NOTE 1

NOTE 2
0,2 mm.

NOTE 3

e specimen.

,0 mm or less, the radius of the pressurizing jig ghould be

5.2.2.6

Recove S riied/out as specified in the detail specification on the specimens when
recovery i

5.2.2.7 Final measurement

The appearance of the specimen and the soldered parts shall be checked by using a
magnifier with a magnification of at least 10x under adequate light. In this case, abnormalities
such as peel and crack found at the solder joint shall not be treated as a defect of the inductor.
If specified in the detail specification, the electrical performances shall then be measured.

5.2.2.8 Items to be specified in the detail specification
The following items shall be specified in the detail specification.

a) Testing printed-circuit board (see 5.2.2).
b) Applied solder (see 5.2.2).


https://iecnorm.com/api/?name=3bc9b26a7747ce76f68cb1071d66a2d7

- 26 — 62025-2 O CEI:2005

c) Le préconditionnement (si nécessaire) (voir 5.2.2.3).
d) Les éléments de mesures initiales (voir 5.2.2.4).

e) La mise en pression (si nécessaire) (voir 5.2.2.5).

f) La reprise (si nécessaire) (voir 5.2.2.6).

g) Les éléments de mesures finales (voir 5.2.2.7).

5.3 Soudabilité

5.3.1 Généralités

L’essai pour la soudabilité doit étre conforme aux dispositions de |a CE| 60068-2-58 et autres
normes|mentionnées ci-dessous.
La prés éthode
de refug e, elle
doit étrg 0068-2-
69.
5.3.2
Sauf sg bssayée
dans le e_qu’aucune contanpination,
par con
Lorsque 68-2-20
doit étrg
5.3.3
L’aspec U moins
10x so( surées,
si spéci
5.3.4
5.3.4.1
a) Bain
Les 1.6.1 de
la CE
b) Flux
Le flux doit €fre Te Tlux spécifié en 6.1.2 de Ta CET60068-2-58.
c) Soudure

La composition de la soudure doit étre conforme aux points a)1) ou b)1) de I'Article A.3.
d) Procédure d’essai

La procédure d’essai doit étre conforme a 6.2 de la CEI 60068-2-58. Sauf spécification
contraire dans la spécification particuliere, I'éprouvette doit étre préchauffée a une
température de 80 °C a 120 °C et maintenue ainsi de 10 s a 30 s. L'immersion et la
vitesse de retrait doivent étre comprises entre 20 mm/s et 25 mm/s.

e) Conditions d’immersion dans la soudure

Sauf spécification contraire dans la spécification particuliére, les conditions d’immersion
dans la soudure doivent étre conformes au Tableau 3.
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c) Preconditioning (if necessary) (see 5.2.2.3).

d) Initial measurement items (see 5.2.2.4).

e) Pressurizing force (if necessary) (see 5.2.2.5).

f) Recovery (if necessary) (see 5.2.2.6).

g) Final measurement items (see 5.2.2.7).

5.3 Solderability

5.3.1

General

The test for solderability shall be in accordance with the provisions of IEC 60068-2-58 and
other specifications as mentioned below.

This pa
If the w

accordance with the provisions of IEC 60068-2-69.

5.3.2

Unless

received” condition. Care should be taken that no

or by ot

When accelerated aging is applied, on
be specijfied in the detail specification.

5.3.3

The apy

of at le
perform

5.3.4
5.3.4.1

c) Solder
The solder composition shall be in accordance with item a)1) or b)1) of Clause A.3.

Preconditioning

btherwise specified in the detail specificatiory,

ner means, occurs.

Initial measure

flux‘shall be

e flux specified in 6.1.2 of IEC 60068-2-58.

the “as-
fingers

P0 shall

ification
lectrical

58-2-20.

d) Test procedure

The test procedure shall be in accordance with 6.2 of IEC 60068-2-58. Unless otherwise
specified in the detail specification, the specimen shall be preheated to a temperature of
80 °C to 120 °C and maintained for 10 s to 30 s. The immersion and withdrawal speed

shal

| be between 20 mm/s and 25 mm/s.

e) Conditions of immersion into solder

Unless otherwise specified in the detail specification, the conditions of immersion into the

sold

er shall be in accordance with Table 3.


https://iecnorm.com/api/?name=3bc9b26a7747ce76f68cb1071d66a2d7

- 28 — 62025-20 C

Tableau 3 — Conditions d’immersion dans la soudure

Conditions
Composition d’alliage
Température Durée
Soudure sans plomb o o
(Sn-Ag-Cu) 245°C+5°C 3s+0,3s
2s+0,2s
Soudure contenant du plomb 235°C+5°C
5s+0,5s

5.3.4.2
Il convig

a) Patg
Lap
b) Sub

Le s
verr
doiv

c) Préq

Lap
I'Art

d) Préd
Sau
d’es

e) Prof]

Sau
refu

Methode de refusion de soudure

nt que I'équipement de refusion soit a convection forcée de g4

a souder
Ate a souder doit étre conforme aux points a) ou b) de

strats d’essai

ubstrat d’essai doit étre constitué de céramiq 9 298 %) ou
p époxyde FR4. Les détails dimensionnels/et - Sprouvette(s) a
ent étre fournis dans la spécification partjcylig

aration
ate a souder doit étre déposéessur I’éprouvette doit étre placd
cle A4.

hauffage

spécification copfraite dan

El:2005

tissu de
essayer

e selon

substrat

spécifi $ ir8 dans la Spécification particuliére, le profil de température de
sion doit étre a

Complositi x T3 ty Ty t3
d’alliage
°C s °C s
AN
Soudl‘lre s\ 1M 1805 60 a 120 225 205 235 -
plomb ($n-Ag-
Soudure(contenant | 150+ 10 | 15010 | 604120 - - 2153 || 101
u promo aTly

NOTE Voir profil a la Figure 8.
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Table 3 — Conditions of immersion into solder

Condition
Alloy composition
Temperature Duration
Lead-free solder (Sn-Ag-Cu) 245°C+5°C 3s+0,3s
2s+0,2s
Lead containing solder 235°Cx5°C
5s+0,5s

5.3.4.2 Solder reflow method
The reflow equipment should be forced gas convection.
a) Solder paste
The[solder paste shall be in accordance with items a) or b)
b) Testsubstrates
The {est substrate shall consist of ceramic (alumina 90 ¢ ide woven glass,
FR4| Dimensional details and number of specim Il be giveh in the
detajil specification.
c) Preparation
The|solder paste shall be coate Specimen shall be placed in
accqrdance with Clause A.4.
d) Preheating
Unlgss otherwise specijfied in the \det oh, the specimen and test spbstrate
shal| be preheated in A
e) Reflpw temperatur
Unlgss otherwise ified ¥ e il specification, the reflow temperature proflle shall
be in accord@w' s i .
/\ Reflow temperature
. \?2/ t1 T3 tz T4 t3
Alloy compm \\;’\ o . o . . .
Lead-ffee solde N
( g- '§ 150 5 180+5 | 60to 120 225 20+5 235 -
VAN
Lead contaialng >50¢ 10 | 15010 | 60 to 120 - - 2153 | |07
NOTE |See _profile in Figure 8.
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T4 )

Ts

T, - >
2

T4 ‘

5.3.5 Reprise

Les résidus de flux doivent étre enlevés avec un
45).

5.3.6 Mesures finales

Le moulllage doit étre évalué visuellemen{ seus age approprié avec un mig
binoculd S e prisesentre 10x et 25x%, conformément
dela C clectrigues’doivent alors étre mesurées, si
dans la

5.3.7 i < 3 ication particuliére

Les points suivant g’dans la spécification particuliere.

5.3.71

a) Las

b) Le vV

c) LesElé

d) Le préchauffage (si nécessaire) (voir le 5.3.4.1 d)).

0068-2-

roscope
a9.3.1
spécifié

e) Les conditions dimmersion dans la soudure (si nécessaire) (voir 5.3.4.7 e)).

f) Les éléments de mesures finales (voir 5.3.6).

5.3.7.2 Méthode de refusion de soudure

a) La soudure appliquée
b) Le vieillissement accéléré (si nécessaire) (voir le 5.3.2).

c) Les éléments de mesures initiales (voir 5.3.3).

d) Les détails dimensionnels du substrat d’essai et nombre d’éprouvette(s) (voir 5.3.4.2b)).

e) Le préchauffage (si nécessaire) (voir le 5.3.4.2 d)).

f) Les éléments de mesures finales (voir 5.3.6).
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T4 )

T3

T, - >
t2

T4 ‘

/EC 080,

Figure 8 — Reflow temperature profi

5.3.5 Recovery

The flu¥ residues shall be removed with Qlvent (see 3.1.2 of IEC 60068-2-45).

5.3.6 Final measurement

cope of
58-2-58.
ired.

The we
magnifid
Then, if

5.3.7
The foll

5.3.71

a) Appl
b) Accg
c) Initial measu

cessary) (see 5.3.2).
items (see 5.3.3).

d) Preheating (if necessary) (see 5.3.4.1 d)).

e) Conditions of immersion into solder (if necessary) (see 5.3.4.1 e)).
f) Final measurement items (see 5.3.6).

5.3.7.2 Solder reflow method

a) Applied solder.

b) Accelerated aging (if necessary) (see 5.3.2).

¢) Initial measurement items (see 5.3.3).

d) Dimensional details of the test substrate and number of specimen(s) (see 5.3.4.2b)).
e) Preheating (if necessary) (see 5.3.4.2d)).

f) Final measurement items (see 5.3.6).


https://iecnorm.com/api/?name=3bc9b26a7747ce76f68cb1071d66a2d7

-32 - 62025-2 O CEI:2005

5.4 Résistance a la chaleur de soudage
5.4.1 Généralités

L'essai concernant la résistance a la chaleur de soudage doit étre conforme aux dispositions
de la CEI 60068-2-58 et autres spécifications mentionnées ci-dessous.

5.4.2 Préconditionnement

Sauf spécification contraire de la spécification particuliere, I’éprouvette doit étre essayée
dans les conditions “a I'état de livraison”. Il convient de veiller a ce qu’aucune contamination,
par contact avec les doigts ou par d’autres moyens ne se produise.

5.4.3 Mesures initiales
L’aspec| de I'éprouvette doit étre vérifié en utilisant une loupe de moins
10x avegc un éclairage approprié. Les performances électrique surées,
si spécifié dans la spécification particuliere.
5.4.4 Méthode d’essai
5.4.41 Méthode du bain de soudure
a) Bain de soudure
Le bjain de soudure doit é&tre comme
b) Flux
Le flyix doit étre comme spécifié au
c) Souflure
La composition de la A.3.
d) Progédure d’essai
La procédursi doi 3 ification
confraire dans” la “spésificati a une
température de\ 8 NE ° maintenue ainsi de 10 s a 30 s. L'immersi¢n et la
vites
e) Séverité
Sau pérature
d’'imm
Tableau 5 — Sévérité
Sévérité
Température Durée
Soudure sans plomb (Sn-Ag-Cu) 255°C+5°C 10s+1s
Soudure contenant du plomb 260°Ct5°C 10s+1s?
3 gj spécifié dans la spécification particuliere, 5 s + 1 s peut étre appliqué.

5.4.4.2 Méthode de refusion de soudure
L’équipement de refusion doit étre a convection de gaz forcée.

a) Pate a souder
La pate a souder doit étre conforme aux points a) ou b) de I'Article A.3.
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5.4 Resistance to soldering heat
5.4.1 General

The test for resistance to soldering heat shall be in accordance with the provisions of
IEC 60068-2-58 and other specifications as mentioned below.

5.4.2 Preconditioning

Unless otherwise specified in the detail specification, the specimen shall be tested in the “as-
received® condition. Care should be taken that no contamination, by contact with the fingers
or by other means, occurs.

5.4.3 Initial measurement

The appearance of the specimen shall be checked by using a mag
of at legst 10x under adequate light. If specified in the detai
performpances shall be measured.

5.4.4 Test method
5.4.41 Solder bath method

a) Solder bath
The
b) Flux
The
c) Solder
The |solder composjtion i B .
d) Tesf procedure

The |test pro
the petail specifie

cified in

0°C to
120 °C and mg shall be
betw
e) Severity
Unlgse bture of
imm

Table 5 — Severity

Severity
ANIOYy composItion
Temperature Duration
Lead-free solder (Sn-Ag-Cu) 255°C+5°C 10s+t1s
Lead containing solder 260°C+5°C 10s+1s?
2 |f specified in the detail specification, 5 s £+ 1 s may be applied.

5.4.4.2 Solder reflow method
The reflow equipment shall be forced gas convection.

a) Solder paste
The solder paste shall be in accordance with items a) or b) of Clause A.3.
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b) Substrats d’essai
Le substrat d’essai doit étre comme spécifié en 5.3.4.2 b).
c) Préparation
La pate a souder doit étre déposée sur les pastilles et I’éprouvette doit étre placée selon
I'Article A.4.
d) Préchauffage
Sauf spécification contraire dans la spécification particuliere, I'éprouvette et le substrat
d’essai doivent étre préchauffés selon I'Article A.5.
e) Profil de température de refusion
Sauf_spécification contraire dans la spécification particuliere le profil.de tempér
refugion doit étre conforme au Tableau 6.
Le profil de I'essai 1 est recommandé pour la soudure sans R
soudqure sans plomb du Tableau 6 doit étre spécifié comme i
accgptable.

Sauf spgcification contraire dans la spécification particuliére
étre au minimum de un et au maximum de trois.

Tableau 6 — Température d{;\;

tsai doit

Composition T, T, 1 \43 1y T, T3
d’alliage
°C °C S C °C S
soudure] | Essai1 | 15045 | 180+5 ,Nzot\g\ \2@ ~60 a 90 250 |20a4dar,-5K
sans plomb
(Sn-Ag-Cl) | Essai2 | 1505 | 1805 || 1¢0%5 \QQ < 60 255 20
/\ N ar|-10K
Soudur¢g contenant 15Q + h)\ 190 + 10 \o\@/)\/ _ - 235+ 5 1041aT7,
du plomb R

2 >

NOTE Vdir profil a I}/Pig\uré\é.

5.4.5 Reprise

AV

Les rés
45).

5.4.6

d’au mqins,10x ave
mesurées,. si spécifié dans la spécification particuliére.

és avec un solvant adapté (voir 3.1.2 de la CEI 6

un éclairage approprié. Les performances électriques doivent a

0068-2-

tsement
ors étre

5.4.7 Points a spécifier dans la spécification particuliére

Les points suivants doivent étre indiqués dans la spécification particuliére.

5.4.71 Méthode du bain de soudure

a) La soudure appliquée.
b)
c)
d)

e)

Les éléments de mesures initiales (voir 5.4.3).
Le préchauffage (si nécessaire) (voir 5.4.4.1.d)).
La sévérité(si nécessaire) (voir 5.4.4.1 e)).

Les éléments de mesures finales (voir 5.4.6).
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substrates
test substrate shall be as specified in item b) of 5.3.4.2.

c) Preparation

The solder paste shall be coated on the lands and the specimen shall be placed in
accordance with Clause A.4.

d) Preheating

Unless otherwise specified in the detail specification, the specimen and test substrate shall

be preheated in accordance with Clause A.5.
e) Reflow temperature profile
Unless otherwise specified in the detail specification reflow temperature-profile shall be in
accqgrdance with Table 6.
The |profile of Test 1 is recommended for lead-free solder. The pré&fi b solder
in Table 6 shall be specified as the acceptable upper limit of seweri
Unless ptherwise specified in the detail specification, the nuihberof t pll be a
minimum of one and a maximum of three.
Table 6 — Reflow ten/*lp{ﬁhar\
T T, 1 \}, N | t
Alloy fomposition
°C ° ° s ‘\/’ °C q
Lead-free|solder | Test 1 150 + 5 180 + E\(‘}\J_r 5 220\ 60 tg/90 250 20to40af 74 -5K

(Sn-Ag-C

) Test2 | 1505 1801ﬁA 12& EXQ < 60 255 <20at7, - 10K

Lead confaining solder 150/1;\10 150 i\o %MQ}\ — 235+ 5 10 + 1|at 7y
NOTE Sekp profile in Figure 8. \ ( N \\/

~_/
5.4.5 Recove@
The fluq residues ghga emayved with’a suitable solvent (see 3.1.2. of IEC 60068-2-45).
5.4.6
After re ance of specimen shall be checked by using a magnifief with a
magnifid x under adequate light. Then, if specified in the detail spedification,
the eledtri nces shall be measured.
5.4.7 Items to be specified in detail specification

The following items shall be specified in the detail specification.

5.4.71

Solder bath method

a) Applied solder.

b) Initial measurement items (see 5.4.3).

c) Preheating (if necessary) (see 5.4.4.1.d)).

d) Severity (if necessary) (see 5.4.4.1 €)).

e) Fina

| measurement items (see 5.4.6).
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Méthode de refusion de soudure

a) La soudure appliquée.

b) Les éléments de mesures initiales (voir 5.4.3).

c) Les détails dimensionnels du substrat d’essai et le nombre d’éprouvettes (voir 5.4.4.2 b)).

d) Le préchauffage (si nécessaire) (voir 5.4.4.2 d)).

e) Profil de température de refusion (voir 5.4.4.2 e)).

f) Nombre de cycles d’essai (voir 5.4.4.2 e)).

g) Les éléments de mesures finales (voir 5.4.6).

5.5 RéListance a la dissolution de la métallisation

5.5.1

L’essai
disposit

5.5.2 P

Sauf s
dans leg
par con

5.5.3 Mesures initiales

L’aspec
10x avsg
si spéci

5.5.4 Méthode

Le prés
Si la s

particuli

a) Bain
Le b
b) Flux

Le fllux doitétre cq

Généralités

c) Sou

jure

me specifié en 5.3.4.1 b).

me aux

bssayee

e qu’aucune contanpination,

b moins

surées,

plomb.
ification

La composition de la soudure doit étre conforme au point a)1) de I'Article A.3.

d) Procédure d’essai

La procédure d’essai doit étre conforme a 6.2 de la CEl 60068-2-58. Sauf spécification
contraire dans la spécification particuliére, I'éprouvette doit étre préchauffée a la tempé-
rature de 80 °C a 120 °C et maintenue ainsi de 10 s & 30 s. L'immersion et la vitesse de
retrait doivent étre comprises entre 20 mm/s et 25 mm/s.

e) Seévérité

Sauf spécification contraire dans la spécification particuliére, la température du bain
d’alliage doit étre de (260 = 5) °C et la durée d’immersion doit étre de (30 £ 1) s.

f) Rep

rise

La reprise doit étre comme spécifié en 5.3.5.
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5.4.7.2 Solder reflow method

a) Applied solder.
b) Initial measurement items (see 5.4.3).

c) Dimensional detail of the test substrate and number of specimen(s) (see 5.4.4.2 b)).

d) Preheating (if necessary) (see 5.4.4.2 d)).
e) Reflow temperature profile (see 5.4.4.2 e)).
f)  Number of test cycles (see 5.4.4.2 e)).

g) Final measurement items (see 5.4.6).

5.5 Resistance to dissolution of metallization
5.5.1 General

The test for resistance to dissolution of metallization sha
provisions of IEC 60068-2-58 and other specifications as m

5.5.2 Preconditioning

Unless ptherwise specified in the detail specification, the

or by other means, occurs.

5.5.3 Initial measurement

The appearance of the specimen shall be \chegked ing a magnifier with a mag
of at legst 10x under adequate/ligr specijied ih the detail specification, the
performances shall be

5.5.4 Test m<§d

This Subclause spegifies\t ethgd pertaining to lead containing solder. If Ig

solder i$ applied, th adMn the detail specification.

a) Solder batp
The
b) Flux
The[flux shall-be

C) Solﬂer

Thelsolder compasition shall be in accardance with item a)1) of Clause A 3

1s specified in item b) of 5.3.4.1.

vith the

the “as-
fingers

ification
lectrical

ad free

d) Test procedure

The test procedure shall be in accordance with 6.2 of IEC 60068-2-58. Unless otherwise
specified in the detail specification, the specimen shall be preheated to the temperature of
80 °C to 120 °C and maintained for 10 s to 30 s. The immersion and withdrawal speed

shall be between 20 mm/s and 25 mm/s.

e) Severity

Unless otherwise specified in the detail specification, the temperature of the solder bath

shall be (260 = 5) °C and the duration of immersion shall be (30 + 1) s.
f) Recovery

The recovery shall be as specified in 5.3.5.
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5.5.5 Mesures finales

La résistance a la dissolution de la métallisation doit étre évaluée visuellement sous une
lumiére appropriée avec un microscope binoculaire de grossissement compris entre 10x et
25x, conformément a 9.3.4 de la CEI 60068-2-58. Puis, si spécifié dans la spécification
particuliére, les performances électriques doivent étre mesurées. Les critéres suivants
doivent étre appliqués: si ces critéeres ne peuvent pas étre appliqués, les critéres doivent étre
prescrits dans la spécification particuliere.

a) Les surfaces ou la métallisation est perdue au cours de l'immersion ne doivent pas
dépasser individuellement 5 % de la surface d’électrode totale, et ne doivent pas dépasser
collectivement 10 % de la surface d’électrode totale.

b) La gonnexion fonctionnelle de I'électrode a l'intérieur de I'éprouvefte nesdoit_pas étre
expgseée.

c) Si I3 métallisation de I'électrode s’étend des bords aux surfacg i erte de
métallisation sur les bords ne doit pas dépasser 10 % de leur long

5.5.6 Points a spécifier dans la spécification particulié

Les poimts suivants doivent étre indiqués dans la spécifi

a) Les

b) Las

c) Lep

d) La s

e) Les

5.6 Vihrations

5.6.1 Equipement

Le disgositif d’e@ﬁ sais de

vibrations tel que p

5.6.2

L’éprou nt a la

meéthod ment.

5.6.3

Les performances électriques de I'éprouvette doivent étre mesurées selon les dispositions de

la spécification particuliére, et ensuite les vibrations spécifiées dans [I'Article 5 de la
CEI 60068-2-6 doivent étre appliquées a I’éprouvette montée conformément a 5.6.2. Sauf
spécification contraire dans la spécification particuliére, les conditions de I'essai doivent étre
sélectionnées dans le Tableau 7 sur la base du Tableau 3 de la CEIl 62211. Apres les
vibrations, les performances électriques doivent étre mesurées selon la spécification
particuliere et les variations doivent étre calculées dans les valeurs mesurées de chaque
performance prises avant et aprés l'essai. De plus, I'éprouvette doit étre visuellement
examinée. Il ne doit y avoir aucun dommage visible.
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